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以下資料由碩鑽材料公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：碩鑽材料股份有限公司 (股票代號：6682) 
	輔導推薦證券商
	元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、
富邦綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	元大證券股份有限公司 (02)27181234#6695顏小姐

	註冊地國
	不適用

	訴訟及非訟代理人
	不適用


	輔導推薦證券商認購碩鑽材料股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦

	
	元大證券
	宏遠證券
	富邦綜合證券

	認購日期
	107年5月7日

	認購股數（股）
	1,400,000股
	100,000股
	100,000股

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.52%
	0.11%
	0.11%

	認購價格
	40元

	認購價格之訂定

依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為碩鑽材料股份有限公司(以下簡稱碩鑽公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌碩鑽公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與碩鑽公司共同議定之。
碩鑽公司認購價格之計算方式，係綜合參酌碩鑽公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、股價淨值比法及興櫃市場流動性不足之風險，經與碩鑽公司議定之認購價格為40元。
基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括1.市場基礎法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio ，P/E Ratio)及(2)股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；2.成本法，亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；3.收益基礎法中之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商僅就市場基礎法進行評估，復因碩鑽公司最近四季經會計師查核簽證之財務報告(即106年度)係屬虧損而無從採用本益比法，以下僅就市場基礎法之股價淨值比法進行評估。

碩鑽公司主係從事鑽石線之研發、製造及銷售，並供應給矽晶片廠作為切割耗材，亦提供太陽能矽晶片之切割服務，綜觀目前國內並無與碩鑽公司營業項目相同之上市櫃公司，考量碩鑽公司所處產業、產品性質及營業規模等因素，相關太陽能產業概念股中，選擇公司綠能(上市公司，股票代號3519)、達興材料(上市公司，股票代號5234)、頂晶科(上櫃公司，股票代號3562)、碩禾(上櫃公司，股票代號3691)及中美晶(上櫃公司，股票代號5483)作為該公司之採樣同業。茲將其採樣同業、上櫃光電類股及上市光電類股最近三個月(107年1月~3月)之股價淨值比列示如下：
月份
公司

107年01月

107年02月

107年03月

平均

綠能(3519)

1.59

1.39

1.38

1.45
達興材料(5234)
3.47
3.84
4.03
3.78
頂晶科(3562)
1.78
1.80
2.26
1.95
碩禾(3691)
2.35
2.03
2.16
2.18
中美晶(5483)
2.25
1.99
2.30
2.18
上櫃光電類
1.57
1.49
1.53
1.53
上市光電類

1.39
1.28
1.21
1.29
依上表資訊，碩鑽公司之採樣同業綠能(3519)、達興材料(5234)、頂晶科(3562)、碩禾(3691)、中美晶(5483)、上櫃光電類股及上市光電類股最近三個月(107年1月~107年3月)之股權淨值約介於1.29~3.78倍之間，以碩鑽公司106年度經會計師查核簽證財務資料顯示之每股淨值14.44元做為基礎計算，價格區間約為18.63~54.58元之間。

碩鑽公司深耕太陽能市場，客製化調整能力佳，擁有機台自主設計、製程優化及原料配方改良能力，除提升產線良率及降低生產成本外，更積極開發新型細線化、低耗產品，致力於提高太陽能矽晶切片客戶的生產良率、回片數及低耗線率，以滿足客戶對產品之高品質且具價格競爭力的需求。隨著技術發展及突破，使鑽石切割在多晶矽切片的滲透率不斷擴大，太陽能廠矽晶圓業務持續從砂漿切割轉進鑽石線切割，帶動市場對鑽石線的需求。經本推薦證券商衡量該公司106年下半年截至目前之營運狀況，以及該產業未來成長性及目前市場狀況，同時考量興櫃市場流動性不足之風險後，與碩鑽公司共同議定每股認購價格為40元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	(一)公司簡介
本公司設立於民國104年12月23日，主要從事鑽石線之研發、製造及銷售，並提供太陽能矽晶片切割服務，105年6月於中國大陸鹽城設立孫公司鹽城碩鑽電子材料有限公司，以貼近市場就近服務客戶。
本公司深耕太陽能市場，可迅速掌握市場動態，並配合客戶反饋及需求提供具競爭力的產品，此外，本公司客製化調整能力佳，擁有機台自主設計、改良製程及原料配方能力，除提升產線良率及降低生產成本，並與客戶策略聯盟積極開發新型細線化、低耗產品，致力於提高太陽能矽晶切片客戶的生產良率、回片數及低耗線率，以滿足客戶對產品之高品質且具價格競爭力的需求。
(二)歷史沿革
時間
重要記事
104年
12月
設立碩鑽材料股份有限公司，實收資本額為新台幣688,180仟元。
105年
6月
於中國大陸鹽城設立孫公司鹽城碩鑽電子材料有限公司。
12月
完成長切割晶棒產品開發500mm。
8月
鑽石線80um產品開發成功並投入量產。
106年
3月
鑽石線70um 產品開發成功並投入量產。
5月
縮短單晶片完切時間(由3小時降至2小時)及產品開發。
8月
縮短多晶片完切時間(由3小時縮短為2小時)及產品開發切片。
10月
鑽石線月產能達8萬公里。
11月
鑽石線65um 產品開發成功並投入量產。
11月
員工認股權增資30,000仟元，增資後實收資本為新台幣718,180仟元。
12月
現金增資200,000仟元，增資後實收資本為新台幣918,180仟元。
107年
4月
股票獲准公開發行。
(三)經營理念

A.團隊合作：本公司秉持著員工是公司的創業夥伴亦是公司最重要的資產的基本信念。 

B.技術領先：本公司應高效產品需求，陸續開發新的生產技術，透過完善的教育訓練，將所學落實在生產線上，達到技術領先業界水準。
C.品質卓越：不斷自我檢視，針對品質層層把關，確保產品出廠符合一系列的品保驗證，降低品質異常客訴率，確信將品質卓越的產品交給每一位客戶。
D.用心服務：客戶的反應是我們最好的回饋，不僅重視銷售前的溝通，更堅信「客戶貨物到手，才是我們服務的開始」。

(四)未來展望

A.營運方面

(A)掌握企業發展趨勢，結合產業經驗與資源，使公司更具競爭力。

(A)強化市場開發、降低主要原物料取得成本及提升供貨時效。
(B)培育各類專業人才，積極招募優秀人才加入，提升公司競爭優勢。

(C)加強資金風險管理，配合其他金融工具掌握可能發生之風險。

(D)持續穩健的財務運作，配合公司各期營運目標及完成各期發展計畫。

B.業務方面
(A)持續深耕現階段之重點客戶並建立長期合作關係，配合客戶需求提供具量產及競爭優勢之鑽石線耗材，提升客戶信賴及長期性訂單。
(B)以現有領先技術為基礎，積極開發相關應用的潛在客戶群，並尋求太陽能產業鏈中、下游之策略聯盟。
C.研發方面

(A)掌握市場產品發展趨勢，開發新型細線化、低耗產品。

(B)積極尋找研發人力透過學校及國家級研究單位之技術合作，增加人才以及技術之來源，以強化研發能量。

(C)台灣設置研發基地，投入各式電鍍設備，專為開發各型高速生產及新產品開發，並對下一世代鑽石線進行基礎研究及開發準備。


                                                                          

	主要業務項目：

主要提供鑽石線之研發、製造及銷售，並提供太陽能矽晶片切割服務。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
上游

中游

下游

主要原料

鋼線、鑽石粉


產品

鑽石切割線


應用產品
太陽能矽晶片切割、藍寶石切割


終端應用領域
太陽能發電、電子消費產品、LED照明

本公司係從事鑽石切割線之研發、製造及銷售，並提供太陽能矽晶片切割服務，主要從上游供應商購買鋼線、鑽石粉等原物料，製成鑽石切割線後，除直接出售給矽晶片廠用於切割工序外，亦為太陽能矽晶片廠提供鑽石切割服務。


	產品
名稱
	產品圖示及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額
(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	鑽石線
	[image: image3.png]



	透過特殊電鍍技術把鑽石顆粒固定在鋼線表面而製成之鑽石切割線，目前主要用於太陽能矽晶片等硬脆材料的切割工序，本公司生產之鑽石線主要應用於太陽能矽晶片切割。
	158,304
	34.52%

	太陽能矽晶片
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	由單晶晶棒或多晶晶錠切割行成方片，主應用於太陽能電池之主要原料
	300,324
	65.48%

	合   計
	458,628
	100.00%


                                                                          


	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	102年
(註1)
	103年
(註1)
	104年
(註1)
	105年
(註2)
	106年
(註2)
	 107年截
至3月份止
(自結數)(註3)

	營業收入
	不適用
	2,993 
	458,628
	101,113

	營業毛利
	
	(2,884)
	60,215
	24,008

	毛利率(%)
	
	(96.35%)
	13.13%
	23.74%

	營業外收入
	
	15,441
	6,182
	2,509

	營業外支出
	
	(14)
	(6,263)
	(641)

	稅前損益
	
	(3,681)
	525
	9,851

	稅後損益
	
	(5,543)
	(10,193)
	5,026

	每股盈餘（元）
	
	(0.08)
	(0.15)
	0.05

	股利發放
	現金股利(元)
	
	－
	－
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	
	－
	－
	－

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	
	－
	－
	－


註1：本公司成立於104年12月23日，105年度成立子公司並編製合併財務報告。
註2；採用國際財務報導準則編製，並經會計師查核簽證。
註3：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	102年
(註1)
	103年
(註1)
	104年
(註1)
	105年
(註2)
	106年
(註2)

	流動資產
	不適用
	419,032
	1,088,172

	基金及長期投資
	
	－
	－

	固定資產
	
	37,302
	373,001

	無形資產
	
	54,286
	45,714

	其他資產
	
	175,572
	28,510

	資產總額
	
	686,192
	1,535,397

	流動
負債
	分 配 前
	
	16,364
	170,684

	
	分 配 後
	
	16,364
	170,684

	長期負債
	
	－
	39,199

	其他負債
	
	79
	－

	負債
總額
	分 配 前
	
	16,443
	209,883

	
	分 配 後
	
	16,443
	209,883

	股本
	
	688,180
	918,180

	資本公積
	
	－
	438,885

	保留
盈餘
	分 配 前
	
	(5,954)
	(16,147)

	
	分 配 後
	
	(5,954)
	(16,147)

	長期股權投資
未實現跌價損失
	
	－
	－

	累積換算調整數
	
	－
	－

	股東權益總額
	分 配 前
	
	669,749
	1,325,514

	
	分 配 後
	
	669,749
	1,325,514


註1：本公司成立於104年12月23日，105年度成立子公司並編製合併財務報告。

註2；採用國際財務報導準則編製，並經會計師查核簽證。
	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	104年
	105年
	106年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	不適用
	(96.35)
	13.13

	
	流動比率(%)
	
	2560.69
	637.53

	
	應收帳款天數(天)
	
	211
	64

	
	存貨週轉天數(天)
	
	20
	40

	
	負債比率(%)
	
	2.39
	13.66


註：係採用國際財務報導準則之合併財務報告，並經會計師查核簽證。                    
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投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]



公司概況資料表
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